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背景
半導体チップ設計は、高度な設計技術や高額

な設計ツール(EDAツール)が必要とされ、中小

ベンチャー企業には高いハードルとなって

います。

開発内容
設計環境、共通基盤技術、設計評価プラットフォー

ムなどを開発し、設計拠点を構築しました。

成果
中小ベンチャー企業などが、チップ設計から

デモシステム開発までを短期間・低コストで実

現可能になりました。100件近くの利用実績

があります。

今後の展望
AIチップ設計拠点は本格的に運営開始して

おり、多様なワンストップサービスの提供を

目指します。人材育成や顧客ユーザとのマッチ

ング活動の場も提供します。
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AIチップ設計拠点の設計室とサーバー室
Design room and server room of design center

AI半導体チップの設計拠点の整備
Realization of AI semiconductor chip design center

社会実装への道すじと波及効果
Roadmap of outcomes and impacts

アイデアを半導体チップに実現する支援をし

ます。技術フォーラムやセミナーも開催してい

ます。まずは、下記にお問合せ下さい。

半導体チップ設計の課題
Issues of semiconductor chip design

AIチップ設計拠点“AIDC”
～半導体チップの設計を支援します～

試作

アイデア

中小企業
ベンチャー企業

など

高度な設計スキル
高額な設計ツール　etc...

・設計の仕方が分からない
・設計費用が高額

試作品

ビジネス化

量産

PcCギャップ
(実証が困難)

チップの設計・検証(～数億円)

アイデア

AI半導体チップ

AIチップの
世界市場にて
売上獲得

民間企業等による拠点利用

最適なツール、ノウハウの提供

試験運用 本格運用 → 自立化・定着(社会実装推進)

課題等のFB

事業終了

拠点整備 拠点
運用

● 成果を活用したい企業とのマッチング

● IPの活用　● 次世代技術の獲得

● 人材育成　● ファブ連携

● AIチップ設計支援

● ツール資産の運用

● 運営資金獲得

研究開発の概要 Research Highlights

来場者に向けて For Visitors

開発領域 ビジネス領域

～数億円

開発項目 1 AIチップ開発に必要な共通基盤技術の研究開発

開発項目 2 AIチップ開発拠点の準備

AIチップ設計に向けた
リファレンスデザイン
の研究開発

1-3

AIチップ向け設計
フローの研究開発

1-1

センサ機能を含む
チップのための
新規デバイスモデル
の研究開発

1-4
国内外FABの活用と
最適化ライブラリの
研究開発

1-5

ハードウェア開発
垂直立ち上げ実現の
ための研究開発

1-2

AIチップの研究開発に必要なEDAツールの準備2-1

人材育成と拠点機能の整備2-1
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AIチップ開発の
活性化

国家経済
安全保障


